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Völlige Verschleiß- und Wartungsfreiheit, minimierte Grund- 
fläche und unübertroffene Prüfgeschwindigkeit:  
Bestückkontrolle von THT-Komponenten mit einer Gesamt- 
auflösung von 120 Megapixeln.

Weitere Informationen: www.goepel.com

Titelbild

Die Fachzeitschrift PLUS  
ist das Organ folgender 
Fachverbände:

Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V. 
Tel. +49 8563 9788908 
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

1664

InTernaTIonal  
MIcroelecTronIcs  
anD packagIng socIeTy – 
Deutschland e.V. 
Tel. +49 3677 69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de

1745

DVs – Deutscher Verband  
für schweißen und  
verwandte Verfahren e.V. 
Tel. +49 211 1591-0 
michael.weinreich@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de

1772

Forschungsvereinigung  
räumliche elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V. 
Tel. +49 911 5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1759

1672
Fachverband elektronik-Design e.V. 
Tel. +49 30 8349059 
info@fed.de, www.fed.de

Fachverband pcB  
and electronic systems
Tel. +49 69 6302-437 
pcB-es@zvei.org, www.zvei.org

1707

Fachverband electronic  
components and systems 
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

ANALYTIK & TEST

120 Megapixel für THT-Bauteilprüfung auf engstem Raum 1750

PXI-Modul für den digitalen Test  
von Halbleiterbauelementen 1753

Erfahrungen bei der Nutzung von Testsystemen  
für Elektronikbaugruppen 1755

Scopemeter mit Triggerautomatik  1758

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Kurzfristige Vorteile und langfristige Notwendigkeit  
für die Speicherung des PV-Stroms 1765

FORUM

Neuer Weltrekord bei CIGS-Dünnschicht-Solarzellen  1774

Link für die Energiewende 1776

Microelectronics Saxony – Mastering the Digital Change 1778

30 Jahre TQU – 30 Jahre Innovation,  
Qualität und Produktivität 1785

Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse,  
was man lässt  1788

PLUS-Firmenverzeichnis 1791

Im Heft redaktionell erwähnte Firmen 1819

Inserentenindex 1821

Mediadaten 1822

Impressum 1823

Produkt des Monats 1824

1680
eIpc – Der europäische  
elektronik-Verband  
Tel. +31 43 344087-2 
www.eipc.org


